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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 外形、拼板:
1) 对于单板尺寸小于45MM*25MM的所有PCB，需按如下附件规则拼板，特殊异形板不能按此如下要求拼板的，请将拼好的图纸给客户确认:
                       
[image: image1.emf]PCB小板拼板规范.p df


2. 顾客不接受金手指残留引线
3.如果制板说明中有POFV工艺要求，则按树脂塞孔+电镀填平制作，如果制板说明中没有POFV工艺要求，则预审指示CAM：树脂塞孔后，不做电镀填平流程（露树脂即可）
4光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

5. 工程常规问题处理办法中有部分内容不适用，需要单独EQ进行确认。具体要求如附件
                          
[image: image2.emf]常规问题处理.doc


6.孔壁铜厚:

1)最小20um,平均25um;

2)机械盲埋孔孔壁铜厚最小18um

7.表面处理

1）喷锡：厚度2-25um

2）沉金：镍厚3-8um，金厚0.05-0.15um

3）图镀铜镍金：镍厚≥2.54um，金厚0.05-0.1um
4）金手指：镍厚≥2.54um，金厚≥0.38um
5）金手指板边倒角标准为0.3*45度

8.树脂塞孔要求

    若制板说明有POFV工艺要求，则最小包覆铜厚度5μm,包覆铜延伸长度≥25μm。

9.阻焊塞孔要求

    阻焊塞孔大于75%

预审部分： 
1. 板材：顾客对板材无要求时，用IT180A
2. 字符油墨：只于阻焊上选用白色，只印在Rogers等白色板材基材选用黑色； 
CAM部分： 
1.ERP备注：

      阻焊及终检工序备注：外层完成铜厚小于2oz时，阻焊不允许套印
2. 削铜处理

板边内层如露铜，需要做板边削铜处理；对于非金属化孔NPTH，内层如露铜，需要做削铜处理
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项目条数


规则内容


执行要求


5.2.1.6

问题七：孔径在0.5mm 以下的过孔公差要求需要理会吗？


处理方法：可以控制的公差范围内的要求，按客户要求处理，如不能按客户要求的公差控制可适当少


补偿3-5mil。（电源板和PGA 不可以缩小；高频板、高速板，当过孔在走线或铜皮上且走线或铜皮开


窗时不可缩小）；批量板过孔公差按客户要求控制，超能力需要确认。

“如不能按客户要求的公差控制可适当少补偿3-5mil”，这一点需要EQ确认。

5.2.1.15

问题十七：两个同一网络的过孔焊盘相交，过孔之间的间距不足，是否可以移动其中一个不用确认？


处理方法：可以，不用确认

需要EQ确认。

5.2.1.18

问题二十：钻孔层与顾客提供的GKO 层或GM1 等机械层同一位置设计的孔大小不一致时,如何处理?


处理方法：


（1）如果是金属化孔，GKO 层与钻孔层设计形状相同时，则以钻孔为准；


（2）如果是金属化孔，GM层与钻孔层设计形状相同时，则与顾客确认孔大小和孔属性；


（3）如果是金属化孔，设计形状不同时，则需要与顾客确认孔大小和孔属性；


（4）如果是非金属化孔，则需要与顾客确认；

需要EQ确认。

5.2.1.20

问题二十二：钻孔文件中钻孔尺寸与孔符图尺寸不符,两种孔径补偿后钻刀相差一把刀径或0.05mm，


以哪个尺寸为准制作，是否要确认？


处理办法：以公制单位计数为整数的孔径制作,不用确认

需要EQ确认。

5.2.2.1

问题一: 断线头该如何处理？

处理方法:顾客要求确认或有明显开路的需与顾客沟通确认,其余按文件制作。

需要EQ确认。

5.2.2.7

问题七：客户在板边设计有V-CUT 测试线会导致露铜，此时该如何处理？


处理方法：按GERBER 文件，允许露铜，不需反馈。

需要EQ确认。

5.2.2.9

问题九：金手指离板边较远，非长短金手指，加引线后倒角会残留引线在板上，是否可以？


处理方法：首先按顾客提供的倒角参数，若顾客未提供，则选用倒角度数小，深度长的倒角参数尽可


能倒掉引线，若倒不掉引线不用再确认。

若倒不掉引线，引线残留长度不能超过0.1mm，超过0.1mm需要EQ确认。





		项目条数


规则内容


执行要求


5.2.2.15


问题十五：削盘（贴片）后，如果削掉贴片（盘）的宽度小于贴片比例的10%以内，可否不确认？


处理方法：1.按最小补偿方案补偿后，间距仍不够的可再削单边0.5mil 不用确认（需满足我司最小的


贴片能力）


2.我司贴片最小能力7mil，当原始设计贴片宽度≤8mil，优先与客户确认不做阻焊桥，且表面工艺按


非喷锡制作；


3.批量按最小补偿方案补偿后，间距仍不够的确认处理。

需要EQ确认。

5.2.2.17

问题十七：外形、V-CUT 或NPTH 周围如果有铜皮、焊盘或线路，是否可以移线或削盘、削铜皮？(适


用批量)


处理方法：客户无明确要求不许移线时，允许移动满足能力，板边盖油大铜皮按削铜处理不用确认（包


括非金属孔焊环，如果NPTH 为元件孔，只能削与孔等大的铜），但需要符合验收标准内容（如：差分


线必须同时移动）；开窗铜皮参照贴片处理，铜皮宽度较小或为天线设计不能削，确认按露铜处理。


（如为V-cut设计，板边露铜会导致铜皮卷起，建议避铜或取消V-cut设计，如削贴片参考问题十六 的


处理方式）

需要EQ确认。

5.2.2.20


问题二十：对于器件孔焊盘到线间距不足，线无法移动时，是否可以直接削器件孔焊环来满足工艺能

力?


处理方法：满足孔到线的工艺能力，允许削焊环，允许破环

需要EQ确认。

5.2.2.22

问题二十二：SMT 宽度太小，超工艺能力规定值，

处理方法：如果SMT 有线连接,可以按最小线宽的工艺能力来制作；如果SMT 是孤立的,需要与顾客确

认加大 。

需要EQ确认。

5.2.2.23

问题二十三：网格间隙不满足公司能力，可否直接缩小网格线宽以符合公司能力要求？


处理方法：可直接缩小网格线宽以符合公司能力，网格线宽可以缩小到对应铜厚的最小线宽加工。针


对整板网格间隙小于3mil，与顾客确认填实制作；批量与客户确认。

需要EQ确认。

5.2.3.10

问题十：无顾客特殊要求下，对顾客阻焊文件中间距不足4mil 的阻焊桥能否一律开通窗处理？

处理方法：通过CAM 软件把阻焊层管脚位置设置成空心排骨架形状判断

1）阻焊层设计成通窗，按顾客要求不加阻焊桥

2）顾客原设计文件SMT 管脚间距≥6.5MIL，且有阻焊桥设计时，需保证有阻焊桥；间距不足时，优先

削贴片单边0.5mil 做阻焊桥，仍间距不够需客户确认开通窗

3）大铜面上SMT 因间距不足，无法保证阻焊桥时，优先缩小阻焊开窗与焊盘一样大做阻焊桥，仍间距

不够需确认开通窗

1）、3） OK，2）需要EQ确认。





		项目条数


规则内容
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5.2.3.11

问题十一：金属孔开窗过大或贴片开窗过大怎么处理？

处理方法：开窗露铜皮3mil 以内，削铜皮或缩小开窗，大于3mil 的按文件照做。开窗不上铜皮时，

直接按文件制作。

需要EQ确认。

5.2.4.15

问题十五：文件中的白油块下有字符，如何处理？

处理方法：直接按文件制作。

需要EQ确认。

5.2.4.17

问题十七：顾客设计阻焊字一半在基材上，一半在铜面上的情况怎么处理？


处理方法：能移动时，则移动保证全部在基材或全部在铜面上，无法移动时按文件照做。

需要EQ确认。

5.2.6.1

问题一：客户标注的尺寸与GERBER 实际尺寸及PCB 制作单如果相差甚微是否可以直接以文件为准？


民品处理方法：1) 客户标注的尺寸或GERBER 实际尺寸与PCB 单相差0.25mm 以内，以客户标注的尺寸


或GERBER 实际尺寸为准；


2) 客户标注的尺寸与GERBER 实际测量尺寸不一致，两者相差≤3MIL 以内，孔位以Gerber


文件为准，外形尺寸以标注尺寸为准，超过需反馈；


3）类似圆弧相差不超过3mil 不需反馈，按外形层制作。


军品处理方法：（1）顾客标注的尺寸如果与Gerber 文件实际尺寸相差在0.05mm 以内，则直接以Gerber


文件为准；如果相差在0.05mm 以上，则需要与顾客确认。


（2）PCB 制作单上的尺寸如果与Gerber 文件实际尺寸对不上，则反馈给预审人员确认。


批量处理办法：标注尺寸与实际尺寸不一致相差1mil 以上，需要确认。

需要EQ确认。
















